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Transceiver 



5 Die Erfindung betrifft einen Transceiver, der an einer Tragerkarte (Backplane) 
angebracht werden kann und in den auf der einen Seite ein Lichtwellenleiter- 
Steckverbinder und auf der anderen Seite eine Tochterkarte eingesteckt werden 
konnen. 

Der Transceiver dient dazu, elektrische Signale, die von einer Schaltung auf 
10 der Tochterkarte stammen, in optische Signale umzusetzen, die in den Lichtwel- 
lenleiter des Lichtwellenleiter-Steckverbinders eingekoppelt werden, und 
umgekehrt. Zur Wandlung der Signale wird ein opto-elektronisches Bauelement 
im Transceiver verwendet, insbesondere ein VCSEL oder eine PIN-Diode. Um 
die gewunschten hohen Signalubertragungsraten zu erzielen, ist es wichtig, daB 
15 der Lichtwellenleiter des Lichtwellenleiter-Steckverbinders moglichst prazise 
relativ zum opto-elektronischen Bauteil oder optischen Wandler positioniert wird. 

Zu diesem Zweck ist erfindungsgemaB ein Transceiver vorgesehen mit einer 
Leiterfolie, die ein opto-elektronisches Bauteil tragt, einer Steckbuchse, in die ein 
Lichtwellenleiter-Steckverbinder eingesteckt werden kann, so daB dessen Licht- 
20 wellenleiter dem opto-elektronischen Bauteil gegeniiberliegt, einem Steck- 
abschnitt, der durch einen Endabschnitt der Leiterfolie gebildet ist und mit dem 



ein komplementarer Stecker verbunden werden kann, und einem Distanzstuck, 
das als Anschlag fur den Lichtwellenleiter-Steckverbinder dient. Das Distanzstuck 
gewahrleistet, daB der Lichtwellenleiter des Lichtwellenleiter-Steckverbinders im 
korrekten Abstand zum opto-elektronischen Bauteil positioniert vvird. 

5 GemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist vorgesehen, daB 
das Distanzstuck ein VerguBrahmen ist, der im Bereich des opto-elektronischen 
Bauteils angeordnet ist. Der VerguBrahmen kann kostengunstig hergestellt werden 
und dient gleichzeitig als Begrenzung fur ein optisch transparentes Material, mit 
dem das opto-elektronische Bauteil vergossen wird. 

10 GemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorgesehen, daB der VerguB- 
rahmen unmittelbar auf der Leiterfolie angeordnet ist. Dies minimiert die 
Toleranzen des Aufbaus und erhoht die Prazision, mit welcher der Licht- 
wellenleiter relativ zum opto-elektronischen Bauteil positioniert wird. 

GemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform ist vorgesehen, daB mindestens ein 
15 Teil des Inneren des VerguBrahmens mit einem optisch transparenten Material 
ausgegossen ist. Die optischen Signale werden unmittelbar durch das optisch 
transparente Material hindurch in den Lichtwellenleiter des Lichtwellenleiter- 
Steckverbinders eingekoppelt bzw. von diesem zum opto-elektronischen Bauteil 
ubertragen, ohne daB Spiegel, Linsen, Wellenleiter oder Fasern im Transceiver 




20 erforderlich sind. 



GemaB der bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist eine Uberlauf- 
kante vorgesehen, insbesondere einstiickig mit dem VerguBrahmen, die das 
Niveau des optisch transparenten Materials im Inneren des VerguBrahmens 
vorgibt. Die tlberlaufkante ermoglicht es, mit minimalem Aufwand das Niveau 
25 des optisch transparenten Materials zu bestimmen, indem bei der Herstellung 
ausreichend optisch transparentes, flieBfahiges und aushartbares Material in den 
vom VerguBrahmen umschlossenen Bereich eingefullt wird. Uberschussiges 
Material flieBt iiber die als Barriere wirkende Uberlaufkante einfach aus dem 
Bereich, der von dem VerguBrahmen umschlossen ist, so lange ab, bis das 
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konnen auch zusatzliche Steuerelemente vorgesehen sein, mittels denen Betriebs- 
parameter des Transceivers eingestellt werden konnen. 

Um eine flache und fur die Obertragung von HF-Signalen optimierte 
Bonddrahtfuhrung und eine minimierte Bonddrahtlange zu erhalten, ist 
5 vorgesehen, daB das Niveau der Bondpads des opto-elektronischen Bauteils hoher 
ist als das Niveau der Bondpads des Treiber/Verstarker-Chips und dafi das Niveau 
der Bondpads des Treiber/Verstarker-Chips hoher ist als das Niveau der Bondpads 
der Leiterfolie. AuBerdem wird zur Bondung vorzugsweise ein Wedge-Wedge- 
Drahtbonden mit einem Bonddraht aus Gold verwendet. 

10 Im Hinblick auf die gewunschten hohen Signalubertragungsraten ist die 
Signalfiihrung vorn Steckabschnitt zum opto-elektronischen Bauteil impedanz- 
angepaBt. Auch erfolgt die Signalfiihrung in der Leiterfolie nur auf einer ihrer 
Seiten, also ohne Durchleitungen (Vias) von einer Seite auf die andere. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daB die Leiterfolie im Bereich des opto- 
15 elektronischen Bauteils und im Bereich des Steckabschnitts starr ausgefuhrt ist. 
Dies erleichtert ihre Anbringung. 

Weiterhin kann vorgesehen sein, daB der Steckabschnitt der Leiterfolie 
verschiebbar angebracht ist. Dies ermoglicht einen Toleranzausgleich beim 
Aufstecken der Tochterkarte. 

20 Die Erfmdung wird nachfolgend anhand einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
beschrieben, die in den beigefligten Zeichnungen dargestellt ist. In diesen zeigen: 

-Figur 1 eine Explosionsansicht eines erfindungsgemaBen Transceivers mit 
Lichtwellenleiter-Steckverbinder und Tochterkarte; 

- Figur 2 eine perspektivische Ansicht des montierten Transceivers; 

25 -Figur 3 einen Querschnitt durch den Transceiver mit eingestecktem Licht- 
wellenleiter-Steckverbinder; 
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Das entgegengesetzte Ende der Leiterfolie 24 ist ebenfalls starr ausgefuhrt, 
indem ein Verstarkungsrahmen 28 vorgesehen ist, der eine Aussparung aufweist. 
Der Verstarkungsrahmen 28 ist auf einen Leadframe 30 aufgesetzt, wobei im 
Bereich der Aussparung des Verstarkungsrahmens 28 ein Treiber/Verstarker-Chip 
32 angeordnet ist. Der Leadframe 30 stutzt sich an einer Abstutzplatte 34 der 
Grundplatte 16 ab. Zur prazisen Positionierung des Leadframes 30 ist dieser mit 
zwei Positionierungsstiften 36 versehen, die auf beiden Seiten des Leadframes 30 
hervorstehen und auf der Seite, die in der Darstellung von Figur 1 nicht sichtbar 
ist, in Positionierungslocher 35 der Abstutzplatte 34 eingreifen. 

Auf dem Leadframe 30 des Treiber/Verstarker-Chips 32 ist ein Leadframe 38 
fur ein opto-elektronisches Bauteil 40 angeordnet. Das opto-elektronische Bauteil 
kann insbesondere eine VCSEL sein oder eine PIN-Diode. Der Leadframe 38 ist 
mit Offnungen versehen, in welche die Positionierungsstifte 36 eingreifen. Auf 
diese Weise ist der Leadframe 38 des optischen Wandlers prazise positioniert. 

Die (nicht dargestellten) Leiterbahnen der Leiterfolie 24, der 
Treiber/Verstarker-Chip 32 und das opto-elektronische Bauteil 40 sind mitein- 
ander durch Drahtbonden verbunden, und zwar durch Wedge- Wedge-Bonden mit 
einem Golddraht. Durch das Wedge-Wedge-Bonden ergeben sich kurze, flach 
verlaufende Bonddrahte 41 (siehe Figur 5), die fur die HF-Signalubertragung 
vorteilhaft sind. Wie insbesondere in Figur 4 zu sehen ist, liegt das Niveau der 
Bondpads der Leiterbahnen der Leiterfolie 24 am niedrigsten. Geringfiigig hoher 
liegt das Niveau der Bondpads des Treiber/Verstarker-Chips 32. Deutlich 
oberhalb dieses Niveaus liegt das Niveau der Bondpads des opto-elektronischen 
Bauteils 40. 

Der Treiber/Verstarker-Chip 32 und das opto-elektronische Bauteil 40 sind 
von einem VerguDrahmen 42 umgeben. Dieser besteht aus Kunststoff, liegt direkt 
auf der Leiterfolie 42 auf und weist zwei Positionierungslocher 35 auf, in welche 
die Positionierungsstifte 36 eingreifen konnen. Der VerguBrahmen weist eine 
prazise bestimmte Dicke auf und hat zwei Funktionen. Zum einen wirkt er als 
Distanzstuck, da er als Anschlag fur den Lichtwellenleiter-Steckverbinder 7 dient, 
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vvenn er in die Steckbuchse 12 eingesteckt vvird. Aufgrund seiner Dicke bestimmt 
der VerguBrahmen 42 namlich den Abstand zwischen dem Lichtvvellenleiter des 
Lichtwellenleiter-Steckverbinders 7 und dem opto-elektronischen Bauteil 40. Zum 
anderen dient der VerguBrahmen 42 als Begrenzung fur ein optisch-transparentes 
5 Material 44 (in Figur 4 gepunktet angedeutet), mit dem der Treiber/Verstarker- 
Chip 32, das opto-elektronische Bauteil 40 sowie die Bonddrahte und Bondpads 
vergossen werden. 

Fiir die hohe Signalubertragungsqualitat zwischen dem Lichtvvellenleiter des 
Lichtwellenleiter-Steckverbinders 7 und dem opto-elektronischen Bauteil 40 ist es 

10 erforderlich, daB die Hohe des optisch trahsparenten Materials 44 prazise 
eingestellt ist, da unterschiedliche Hohen des Materials zu unterschiedlichen 
Ubertragungseigenschaften fuhren wiirde. Um eine gleichmaBige, prazise 
definierte Fiillhohe zu erreichen, ist eine Uberlaufkante 43 vorgesehen, die 
einstuckig mit dem VerguBrahmen 42 ausgefiihrt ist. Dies ermoglicht es, beim 

15 VergieBen ein vergleichsweise ungenau abgemessenes Volumen des optisch- 
transparenten Materials in den VerguBrahmen einzufiillen. Die einzige Bedingung 
ist, daB das eingefiillte Volumen uber dem Volumen liegt, das fur ein 
vollstandiges, korrektes VergieBen erforderlich ist. Das uberschussige Volumen 
lauft dann uber die Uberlaufkante aus dem VerguBrahmen hinaus, bis bei dem 

20 gewiinschten Niveau im Inneren des VerguBrahmens das Material an der 
Uberlaufkante abreiBt. Das AbflieBen des Materials ist beendet, und das innerhalb 
des VerguBrahmens verbliebene Material kann nun ausharten. 

In der Praxis kann vorgesehen sein, daB der Treiber/Verstarker-Chip 32 mit 
einem optisch nicht transparenten, beispielsweise schwarzen KunststofFmaterial 
25 abgedeckt wird. Dies verhindert, daB Licht auf den Chip einfallt. Dieses schwarze 
Kunststoffmaterial ist sehr zahfliissig, so daB es sich nicht im Inneren des 
VerguBrahmens verteilt. Das optisch transparente Material kann anschlieBend in 
den VerguBrahmen eingefullt werden, so daB es sich in diesem verteilt und den 
Innenraum bis zu dem von der Uberlaufkante 43 vorgegebenen Niveau ausfullt. 



Sowohl im VerguBrahmen 42 als auch im Leadframe 38, im Leadframe 30 und 
in der Abstutzplatte 34 sind zwei Fuhrungslocher 46 vorgesehen, in die zwei 
Fuhrungsstifte 48 eingreifen konnen, die am Lichtvvellenleiter-Steckverbinder 7 
vorgesehen sind. Um beim Einstecken des Lichtwellenleiter-Steckverbinders 7 in 
5 die Steckbuchse 12 das Eingreifen der Fuhrungsstifte 48 in die Fuhrungslocher 46 
zu erleichtern, sind im VerguBrahmen 42 zwei Einfuhrschragen 50 um die 
Fuhrungslocher 46 herum vorgesehen (siehe insbesondere Figur 5). 

Bei der Montage wird die Leiterfolie 24 auf die Grundplatte 16 aufgesetzt. Bei 
der Anbringung des Gehauses 10 wird der Endabschnitt 22 der Leiterfolie 24 
\j* 10 zusammen mit der Verstarkungsplatte 26 auf die Halteplatte 18 gedriickt. Hierfur 
kann eine zwischengesetzte Druckplatte 54 aus einem elastischen Material 
verwendet werden. Der mit dem opto-elektronischen Bauteil 40 versehene 
Abschnitt der Leiterfolie 24 zusammen mit dem Verstarkungsrahmen 28 wird von 
der Steckbuchse 12 gegen die AbschluBplatte 34 gedriickt. 

15 Wie insbesondere anhand von Figur 1 nachzuvollziehen ist, werden der 

Lichtwellenleiter-Steckverbinder 7 und der komplementare Steckverbinder 8 
entlang derselben Richtung in den Transceiver 5 eingesteckt bzw. von diesem 
abgezogen. Dies ist insbesondere darauf zuruckzufiihren, daB die beiden 
Endabschnitte der Leiterfolie 24 im rechten Winkel zueinander angeordnet sind. 

20 Somit ist das opto-elektronische Bauteil 40 senkrecht zur Tochterkarte 9 

ft 

^ angeordnet, und der Lichtwellenleiter-Steckverbinder 7 kann in die Tragerkarte 

eingesteckt werden. 
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Bezugszeichenliste: 

5 : Transceiver 

6: Lichwellenleiter 

7: Lichtwellenleiter-Steckverbinder 
5 8: Komplementarer Steckverbinder 

9: Tochterkarte 

10: Gehause 

12: Steckbuchse 

14: Steckabschnitt 
10 16: Grundplatte 

13: Halteplatte 

20: Positionierungszapfen 

22: Endabschnitt 

24: Leiterfolie 
15 26: Verstarkungsplatte 

28: Verstarkungsrahmen 

30: Leadframe 

32: Treiber/Verstarker-Chip 

34: Abstutzplatte 
20 35: Positionieningsloch 

36: Positionierungsstift 

38: Leadframe 

40: Opto-elektronisches Bauteil 

41: Bonddraht 
25 42: VerguBrahmen 

43: Uberlaufkante 

44: Optisch transparentes Material 

46: Fuhrungsloch 

48: Fuhrungsstift 
30 50: Einflihrschrage 

54. Druckpiatte 



- 10- 



Schutzanspruche 

Transceiver (5) mit einer Leiterfolie (24), die ein opto-elektronisches 
Bauteil (40) tragt, einer Steckbuchse (12), in die ein Lichtwellenleiter- 
Steckverbinder (7) eingesteckt werden kann, so daB dessen Lichtwellen- 
leiter (6) dem opto-elektronischen Bauteil (40) gegeniiberliegt, einem 
Steckabschnitt (14), der durch einen Endabschnitt (22) der Leiterfolie (24) 
gebildet ist und mit dem ein komplementarer Stecker (8) verbunden 
werden kann, und einem Distanzstiick (42), das als Anschlag fur den 
Lichtwellenleiter-Steckverbinder dient. 

Transceiver nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Distanz- 
stuck ein VerguBrahmen (42) ist, der im Bereich des opto-elektronischen 
Bauteils (40) angeordnet ist und. 

Transceiver nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der VerguB- 
rahmen (42) auf der Leiterfolie (24) angeordnet ist. 

Transceiver nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB mindestens ein Teil des Inneren des VerguBrahmens (42) mit einem 
optisch transparenten Material (44) ausgegossen ist. 

Transceiver nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
Uberlaufkante (43) vorgesehen ist, die das Niveau des optisch 
transparenten Materials (44) im Inneren des VerguBrahmens (42) vorgibt. 

Transceiver nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der VerguBrahmen (42) mit mindestens einem 
Positionierungsloch (35) versehen ist, das die Positionierung zu anderen 
Bauteilen des Transceivers (5) bei der Montage erleichtert. 

Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der VerguBrahmen (42) mit mindestens einem 



Fiihrungsloch (46) fur einen Fuhrungsstift (48) des Lichtwellenleiter- 
Steckverbinders (7) versehen ist. 

8. Transceiver nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Fiihrungsloch (46) mit einer Einfiihrschrage (50) versehen ist. 

9. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB das opto-elektronische Bauteil (40) auf einem 
Leadframe (38) aus Metall angeordnet ist, der als Kiihlkorper wirkt. 

10. Transceiver nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, da/3 der Leadframe 
(38) mit mindestens einem Fiihrungsloch (46) fur einen Fuhrungsstift (48) 
des Lichtwellenleiter-Steckverbinders (7) versehen ist. 

1 1. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daJ3 ein Treiber/Verstarker-Chip (32) vorgesehen ist, der 
direkt mit dem opto-elektronische Bauteil (40) gebondet ist. 

12. Transceiver nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB das Niveau 
der Bondpads des opto-elektronischen Bauteils (40) hoher ist als das 
Niveau der Bondpads des Treiber/Verstarker-Chips (32). 

13. Transceiver nach Anspruch 1 1 oder Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Niveau der Bondpads des Treiber/Verstarker-Chips (32) hoher ist 
als das Niveau der Bondpads der Leiterfolie (24). 

14. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Bondung ein Wedge- Wedge-Drahtbonden ver- 
wendet wird. 



15. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Bonddraht aus Gold verwendet wird. 



- 12- 



16. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB das opto-elektronische Bauteil (40) senkrecht zum 
Steckabschnitt (22) der Leiterfolie angeordnet ist. 

17. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein Gehause (10) vorgesehen ist, das als Kuhlkorper 
ausgefuhrt ist. 

18. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB zusatzliche Steuerelemente vorgesehen sind, mittels 
denen Betriebsparameter des Transceivers eingestellt werden kdnnen. 

19. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Signalfuhrung vom Steckabschnitt (22) zum opto- 
elektronischen Bauteil (40) impedanzangepaBt ist. 

20. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Signalfuhrung in der Leiterfolie (24) nur auf einer 
ihrer Seiten erfolgt. 

21. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leiterfolie (24) im Bereich des opto-elektro- 
nischen Bauteils (40) starr ausgefuhrt ist. 

22. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Leiterfolie (24) im Bereich des Steckabschnitts 
(22) starr ausgefuhrt ist. 

23. Transceiver nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Steckabschnitt (22) verschiebbar angebracht ist. 



